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요약

본 발명은 LED 패키지의 발광 소자를 보호하는 봉지재가 신

속하게 경화될 수 있도록 하는 LED 패키지 봉지재의 경화 장

치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 내부에 수납 

공간을 형성한 경화 장치의 본체부; 상기 본체부에 설치되어 

적외선 빔을 발광하는 적외선 광원부; 및 상기 적외선 광원

부를 내부에 수납하여 상기 본체부에 설치되고, 상기 적외선 

광원부로부터 발광되는 적외선 빔을 일정한 방향으로 집광

하여 LED 패키지의 상면에 조사되도록 상부에서 하부로 좁

아지는 깔대기 형상의 광 가이드부를 포함한다. 따라서 LED 

패키지의 발광 소자를 보호하는 봉지재를 경화 위치에 따라 

신속하게 경화시킬 수 있는 장점이 있다.

대표 청구항

LED 패키지의 봉지재 경화 장치로서, 내부에 수납 공간을 

형성한 경화 장치의 본체부;

상기 본체부에 설치되어 적외선 빔을 발광하는 적외선 광

원부; 및 상기 적외선 광원부를 내부에 수납하여 상기 본

체부에 설치되고, 상기 적외선 광원부로부터 발광되는 적

외선 빔을 일정한 방향으로 집광하여 LED 패키지의 상면

에 조사되도록 상부에서 하부로 좁아지는 깔대기 형상의 

광 가이드부를 포함하는 LED 패키지 봉지재의 경화 장치.

요약

본 발명은 LED 모듈과 반사판을 이용한 간판 조명 시

스템에 관한 것이다. 이를 위하여, 본 발명은 내부에 

공간부가 형성된 직육면체 형상을 갖는 간판 프레임의 

상단 전방에 스크린이 힌지 결합되어지고, 상기 간판 

프레임의 공간부 내측 중간부에 LED 모듈부가 가로방

향으로 구비되어지며, 상기 LED 모듈부 상·하부에 

동일한 형태의 반사부가 구비되어 이루어진 LED 모

듈과 반사판을 이용한 간판 조명 시스템에 있어서, 상

기 LED 모듈부는 모듈기저부의 전방으로 LED 부착부

가 뾰쪽하게 돌출되어 형성되고, 상기 LED 부착부의 

상·하부 모듈기저부 외측 표면은 경사지게 경사면으

로 형성되어 상기 경사면에 반사도료층이 구비되어지

고, 상기 LED 부착부의 상·하부 LED 안착면에 LED 

모듈조립체가 양방향으로 구비되며, 상기 반사부는 상

기 LED 모듈부의 모듈기저부 상·하부 하단에서 상기 

간판 프레임의 상·하단 전방까지 외측으로 반사판 지

지대가 경사지게 구비되어, 상기 반사판 지지대에 반

사판이 구비되어지는 것을 특징으로 한다.
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요약

신뢰성이 향상되는 LED 조명 장치가 개시된다. 본 발명의 

LED 조명 장치는 정류 전압을 발생하는 정류 발생 블록으

로서, 상기 정류 전압은 소정의 바탕 전압에 대하여 일방

향의 구동 전압차를 가지는 상기 정류 발생 블록; 제1 및 

제2 연결부와, 제1 LED 모듈 및 제2 LED 모듈을 포함하

는 LED 발광 블록으로서, 상기 제1 LED 모듈은 상기 정

류 전압과 제1 연결노드 사이에 형성되며, 상기 제2 LED 

모듈은 상기 제1 연결노드와 제2 연결노드 사이에 형성되

며, 상기 제1 연결부는 제1 제어 신호에 응답하여 상기 제1 

연결노드를 상기 바탕전압에 전기적으로 연결하되, 상기 

제1 LED 모듈 및 상기 제2 LED 모듈의 전류를 조절하도

록 구동되며, 상기 제2 연결부는 제2 제어 신호에 응답하

여 상기 제2 연결노드를 상기 바탕전압에 전기적으로 연

결하도록 구동되는 상기 LED 발광 블록; 및 상기 구동 전

압차의 크기에 대응하는 상태로 제어되는 상기 제1 제어 

신호 및 상기 제2 제어 신호를 발생하는 컨트롤 블록을 구

비한다. 본 발명의 LED 조명 장치에 의하면, 회로 구조의 

복잡함 및 커패시터, 인덕터, PFC IC 사용 없이 간단하게 

전력 효율, 역률 등의 동작특성이 개선되면서, 폐순환 전

류 루프에 포함되는 상기 LED 모듈의 과도 전류가 저감된

다. 또한, 앤모스 트랜지스터의 게이트 단자가 낮은 전압

레벨이 인가됨으로써, 앤모스 트랜지스터의 파손 가능성

이 현저히 감소되며, 전체적으로 신뢰성이 크게 향상된다.

요약

본 발명은 히트싱크(HEATSINK)를 분할하여 분할조립체를 

구성하고 압출 방식을 적용하여 사이즈(Size) 대비 전체 무

게를 감소시킴으로써, 고출력 LED를 광원으로 하는 조명 장

치에 적합한 대형 히트싱크의 제조가 가능할 수 있도록 하

고, 이를 배열 조립하는 방식으로 설치하여 LED의 고용량

화에 따라 비례하여 증가하는 발열량을 효과적으로 방열하

기 위한 고출력 LED 조명 장치용 히트싱크에 관한 것이다.

대표 청구항 
LED에서 발열하는 열을 외부로 방열할 수 있도록 방열 핀

이 외부를 향해 배열 형성된 분할조립체를 포함하며, 상기 

분할조립체와 방열 핀은 압출 방식으로 일체로 형성되고, 

상기 분할조립체가 하나의 그룹(Group)으로 배열 조립되

어 내부에 형성된 중심부를 포함하는 것을 특징으로 하는 

고출력 LED 조명 장치용 히트싱크.
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